コンピュータシステムの高性能化への動き―プロセッサと主記憶間のデータ移動に関する課題の改善― by 野村 稔 & 科学技術動向研究センター
11
コンピュータシステムの高性能化への動き―プロセッサと主記憶間のデータ移動に関する課題の改善―















約 30 倍（TOP500 で の 第 1 位 の 34PetaFLOPS1）

































































































































内へ統合する方法（System on a Chip:SoC）や、
個々に製造されたプロセッサとメモリを同一パッ




































































科 学 技 術 動 向　2013年 10月号（139号）
14
3–2–1　米国の半導体標準化団体の動き
　半 導 体 の 標 準 化 団 体 で あ る JEDEC（Joint 



















3 の 3 次元積層の形式）を目指しており、プロセッ
サ上に TSV 接続で DRAM を積層する Wide I/O
モバイル DRAM の標準 17）を 2011 年 11 月に発行
し、さらに後継の Wide I/O 2 も検討している。
3–2–2　グローバルなコンソーシアム結成の動き






























将来の 1 テラバイト / 秒のメモリバンド幅実現に
向けた方向性が得られたとしている。ASET の活
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　2013 年 6 月 の TOP500 リ ス ト で 第 2 位 と な っ
た米国オークリッジ国立研究所の Titan システム
は、 米 国 NVIDIA Corporation の GPU を 多 用 し
て い る。 最 近、NVIDIA Corporation は、 同 社 の
現 GPU 製品の 2 世代後継製品（コード名は Volta）
に 2.5 次元積層形式の技術を採用するとしている。
IBM Corporation も将来、高性能 LSI に 3 次元積層
技術を適用するための研究開発を進めている15、20）。
これらはほんの一部であるが、高性能システム実



































る技術としている。米国 Micron Technology, Inc.





は、Micron Technology, Inc.、 Samsung Electronics 
Co., Ltd.、Altera Corporation、 IBM Corporation、
Open-Silicon, Inc.、Xilinx, Inc.、ARM Ltd.、SK 
Hynix など 8 企業が、HMC インターフェイス仕
様を定義するための開発メンバーとして参加して












プ リ ン ト 基 板 な ど の 選 択 を 可 能 と し て い る。
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